
TMAHは、半導体表面処理やポジレジスト用現像液として利用されており、LSIの高集積化や微細化に

伴いTMAHに含まれる金属不純物に対する要求も厳しくなっています。

TMAH中の不純物限度については、30種の金属（2005年6月現在）についてSEMI※より25％TMA

Hのガイドライン（各金属ｐｐｂオーダー）が出ています。

※SEMI：Semiconductor Equipment and Materials International

日鉄住金テクノロジー㈱広畑事業所では、TMAH等半導体関連試薬中不純物金属について多くの測定実績があり、

本レポートではその一例として高純度TMAH25％溶液に金属を添加した時の分析例を紹介します。

市販高純度TMAH25％溶液に各種金属を1及び10ｐｐｂとなるよう段階的に添加したもの
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※分析結果は操作ブランク及び試薬ブランクを減じた結果です。
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